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Dépot de microélectrodes sous Contact des microélectodes avec
Croissances d'lots metalliqgues 2D UHV par static stencil : Dépdt des nanoélectrodes par Dépdt des nanoobijets : un micropeigne :
sur substrats solants : LPN : microfabrication des nanostencil : CEMES : couplage sous UHV LPN : microfabrication des
INSP : substrats Al203 stencils CEMES : AFM/STM sous UHV d’un spectrométre de masse micropeignes
CRHEA : substrats GaN, AIN CEMES : équipement UHV adapté modifie en microsalleblanche avec source electrospray CEMES : positionneur piézo (XYZ)
au dépot stencill dans la microsalleblanche

Verrou scientifigue : croissance 2D d’llots metalligues sur isolants

Etat de I'art : croissance llots 3D INSP : études sur substrats oxydes CRHEA : études sur substrats nitrures

flots Ca F 1-substrats a-Al203 : influence de Ti ou )
Wl | d’hydroxyles sur la croissance meétallique de Au, :
° Ag1 Pt %
h A{ M W\J\W 2-croissance metalligue sur substrats
marche AlpO3 : | %
e MJO(111)/Ag(111) : influence de la reconstruction ;

Image AFM non contact sous UHV d’une surface p(2x2) sur I'energie d’adhesion metal/oxyde

d’alummine aprés dépot a T° ambiante de 10 A de
cuivre. Cette image est caractéristique des depots

metalliques sur surface d’oxyde avec une croissance
3D des flots métalliques. et AFM en mode non contact sous UHV.

Ces études seront réalisées par spectroscopie de  1-Etudes par RHEED et STM de la croissance

réflectivité différentielle de surface (SDRS) in situ, ~ Metallique sur GaN epitaxie sur S
2-Etudes par RHEED croissance métal sur AIN

Verrou technologique : réaliser toutes les étapes sous UHV

CEMES : realisation d’'un equipement UHV multlfonctlons LPN : réalisation des membranes et des micropeignes

spacers Al h=700 nm
l T 7 7 _‘ membrane thickness = 100 nm
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g% Le procédé stencil utilise des
: ] membranes percées du motif desiré.

Batl de croissance
GaN, AIN

équipé pour le dépot des . Téte VT AFM/STM
T Spectrometre de masse . .y
microélectrodes Omicron modifiee

., . avec source electrospray
par le procede stencill. , en usalleBlanche \‘
transformé en source de
i microélectrodes
molécules sous UHV

RT AFM/ST
Omicron

Cantilever AFM

Le dessin des microelectrodes Les micropeignes réalisées au

est concu de telle sorte gu’elles LPN sont & base de SiC

solent protéegees par 'ombre du - - PR
L L . . . . _ . contraint, ce qui permet d’'induire
La fabrication de cet equipement et son installation devrait se faire courant 2007 cantilever lors de I'étape de une fléche comprise

nanostencil entre 10 et 20 pm

Projet de couplage sous UHV permettant la réalisation du dispositif
nanoélectrodes - molécules unique. (conception réalisee sous CATIA au CEMES)
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David Martrou (Coordinateur du projet) Stéphane Veézian Rémi Lazzari Anne-Lise Coutrot
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